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一、报告简介

智研咨询发布的《2025-2031年中国半导体封装用引线框架市场研究分析及投资前景评估报
告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容
。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定
企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的
权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏
观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.chyxx.com/research/202110/977805.html

报告价格：电子版: 9800元    纸介版：9800元    电子和纸介版: 10000元

订购电话: 400-600-8596、400-700-9383、010-60343812、010-60343813

电子邮箱: sales@chyxx.com

联 系 人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美
观。
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二、报告目录及图表目录

在当下高度信息化的社会背景下，精准的数据分析与深入的行业研究已成为企业战略规划、
市场拓展以及投资决策不可或缺的指南针。智研咨询研究团队经过长期的市场调研与数据分
析，重磅推出《2025-2031年中国半导体封装用引线框架市场研究分析及投资前景评估报告
》，以期为业界提供一份高质量、专业化的行业分析。
本研究报告基于智研团队对半导体封装用引线框架行业的深刻理解与精准把握，通过采集全
球范围内的行业数据，运用先进的数据分析模型，对行业的过去、现在与未来进行了全面、
系统的剖析。深入挖掘了各个细分市场的运行规律，对市场容量、增长速度、竞争格局以及
盈利模式等关键指标进行了详尽的量化分析与质性解读。
报告内容不仅涵盖了宏观经济的走势分析、产业政策的深度解读，还包括了买方行为的细致
刻画、技术创新的趋势预测。我们综合运用了定量分析与定性访谈等多种研究方法，力求在
确保数据精确性的同时，也能捕捉到市场动态中的微妙变化。
此外，我们还特别关注了全球范围内的行业领先企业，通过对比分析它们的经营策略、市场
布局以及创新能力，为业界读者提供了宝贵的行业洞察与经营启示。
作为业内知名的研究机构，智研研究团队深知高质量的研究报告对于企业决策的重要性。因
此，在编撰本报告的过程中，我们始终坚持科学、严谨的研究态度，力求通过详实的数据、
深入的分析以及研判性的观点，为读者提供一份真正有价值的行业指南。
引线框架是一种用来作为集成电路芯片的金属结构载体，其借助于键合材料（金丝、铝丝、
铜丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气电路的关键结构件，是电子
信息产业中重要的IC封装材料，在电路中发挥着重要作用，包括连接外部电路和传递电信号
、向外界散热，发挥导热、支撑和固定芯片等。其外壳整体支撑框架结构通过IC组装而成，
保护内部元器件。根据生产工艺不同，引线框架分为冲压型和蚀刻型两种，蚀刻型工艺，主
要用于100脚位以上的引线框架，环保压力和设备成本等较大，国内目前主要以冲压工艺为
主。
随着电子信息技术的高速发展，对集成电路及分立器件的性能要求越来越多样化，对产品可
靠性的要求也越来越苛刻，同时，成本还要越来越低。如此不断推动引线框架朝着高密度、
高可靠性、低成本迈进。目前集成电路的主要发展趋势是高密度、高脚位、薄型化、小型化
，封装方式从最初的DIP封装方式逐步向SOP、QFP、BGA、CSP等封装方式发展。随着数
字电视、信息家电和3G手机等消费和通信领域技术的迅猛发展，集成电路市场对高端集成
电路产品的需求不断增加，集成电路设计公司和系统整机企业对QFP高脚数产品及MCM、B
GA、CSP、SiP等中高端封装产品的需求已呈现较大的增长态势。因此，新型高密度引线框
架开发速度明显加快，而传统的DIP/SOP/TSOP、SOT等引线框架也往多排方向发展。
随着近年来我国5G通信、AI、大数据、自动驾驶、元宇宙、VR/AR等技术不断落地并逐渐
成熟，半导体产业规模持续增长，进而推动了我国引线框架行业的快速发展，行业整体规模
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稳步提升。数据显示，2023年我国引线框架行业市场规模约为123.2亿元，产量约为12260
亿个，需求量约为13851亿个。

引线框架的上游行业主要是铜合金带加工、化学材料、白银等由于铜基材料具有导电、导热
性能好，价格低以及和环氧模塑料密着性能好等优势，当前已成为主要的引线框架材料，中
游主要为引线框架企业，国内企业发展较晚，技术以冲压型产品为主，技术竞争力较弱，以
价格竞争为主，下游主要为消费电子和通讯领域，但国内市场已进入存量换新和稳步发展态
势，未来需求增量在其他发展中国家和汽车电子、人工智能、数据中心等新兴领域。

在引线框架行业发展初期，包括日本三井、住友在内的多数引线框架供应商均为国际金属矿
业集团下属部门，日本供应商占据绝大多数市场份额。21世纪以来，伴随着当地半导体产业
的崛起，包括三星、LG、顺德工业、ASM等韩系、中国台湾、香港厂商逐渐崛起，国内企
业也成功打破国外垄断，康强电子、宁波华龙、厦门永红、华天科技等厂商纷纷扩大生产，
在国际引线框架市场的地位不断上升。
具体来看，目前，全球前八大引线框架企业掌握了近60%左右的市场份额，其中日本三井、
长华科技（中国台湾）和日本新光为引线框架领域传统强者，为全球前三大引线框架厂商，
三者合计占据全球超30%的市场份额。目前高端的蚀刻引线框架主要依靠进口，在中美半导
体贸易摩擦和国家对集成电路行业大力扶持的政策下，高端封装材料国产替代势在必行。境
内的蚀刻引线框架起步较晚，目前只有康强电子、新恒汇、天水华洋等少数企业涉足，但是
产能较小，市场基本被境外厂商垄断，未来国产替代空间广阔。

我们坚信，《2025-2031年中国半导体封装用引线框架市场研究分析及投资前景评估报告》
将成为您洞悉市场动态、把握行业趋势的重要工具。无论您是企业决策者、市场分析师还是
相关主管部门，本报告都将为您提供宝贵的信息支持与决策依据，助力您在复杂多变的市场
环境中稳健前行。
报告目录：
第一章 引线框架产品概述
1.1 引线框架概述
1.1.1 定义
1.1.2 引线框架在半导体封装中的应用
1.1.3 引线框架产品形态
1.1.4 引线框架产品特性与各功能结构
1.2 引线框架的发展历程
1.2.1 引线框架随着半导体封装技术发展而得到发展
1.2.2 当今及未来引线框架技术发展路线图
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1.2.3 引线框架主流铜带材料的转变
1.3 引线框架在半导体产业发展中的重要地位
1.3.1 引线框架是适合半导体键合内引线连接的关键结构材料
1.3.2 引线框架在半导体封装中所担负的重要功效
1.3.3 引线框架在半导体封装的性能提高、成本控制上发挥着重要作用
第二章 引线框架产品品种、分类及性能要求
2.1 引线框架主流产品品种的演变
2.2 引线框架的品种分类
2.2.1 按照材料组成成分分类
2.2.2 按照生产工艺方式分类
2.2.3 按材料性能分类
2.2.4 按照使用的不同器件类别分类
2.3 引线框架材料的性能要求
2.3.1 对引线框架材料的性能要求
2.3.2 封装工艺对引线框架的性能要求
2.4 引线框架的国内外相关标准
2.4.1 国内相关标准
2.4.2 国外相关标准
第三章 引线框架的生产制造技术现况
3.1 引线框架成形加工两类工艺方式
3.2 冲制法生产引线框架
3.2.1 冲制法生产引线框架的工艺特点
3.2.2 冲制法的关键技术
3.3 蚀刻法生产引线框架
3.3.1 蚀刻法生产引线框架的工艺原理及过程
3.3.2 与冲制法相比的优点
3.4 引线框架表面电镀处理
3.4.1 引线框架表面电镀层的作用与特点
3.4.2 引线框架电镀的工艺流程及工艺条件
3.4.3 引线框架表面电镀加工生产线的类别
3.4.4 引线框架表面电镀加工工艺的发展
3.4.5 局部点镀技术
3.4.6 SN系无铅可焊性镀层
3.4.7 PPF引线框架技术
3.4.8 国内厂家开发高性能引线框架的电镀技术创新例



智研咨询 www.chyxx.com

第四章 世界引线框架市场需求现状与分析
4.1 世界引线框架市场规模
4.2 世界引线框架产品结构的变化
4.3 世界引线框架市场格局
4.4 世界引线框架市场发展及预测
4.4.1 世界半导体产业发展现况
4.4.2 世界封测产业及市场现况
4.4.3 世界引线框市场发展前景
第五章 世界引线框架生产现况
5.1 世界引线框架生产总况
5.2 世界引线框架主要生产企业的市场份额情况
5.3 世界引线框架主要生产企业的情况
5.3.1 住友金属矿山公司
5.3.2 日本三井高科技股份公司
5.3.3 台湾顺德工业股份公司
5.3.4 日本新光电气工业公司
5.3.5 日本日立高新技术有限公司
5.3.6 大日本印刷公司
5.3.7 DIC
5.3.8 韩国丰山集团
5.3.9 宁波康强电子股份有限公司
5.3.10 先进半导体物料科技有限公司
第六章 我国国内引线框架市场需求现状
6.1 我国国内引线框架市场需求总述
6.1.1 国内引线框架市场规模
6.1.2 国内引线框架市场总体发展趋势
6.1.3 国内引线框架市场的品种结构
6.2 国内引线框架的集成电路封装市场情况及发展
6.2.1 我国集成电路产业发展现况与展望
6.2.2 国内引线框架重要市场之——集成电路封装产业现况及发展
6.3 国内引线框架的分立器件市场情况及发展
6.3.1 国内分立器件产销情况
6.3.2 国内分立器件的市场情况
6.3.3 国内分立器件封装行业现况
6.4 国内引线框架的LED封装市场情况及发展



智研咨询 www.chyxx.com

6.4.1 引线框架的LED封装上的应用
6.4.2 国内LED封装用引线框架行业情况
6.4.3 国内LED封装产业发展现况与展望
第七章 我国国内引线框架行业及主要企业现况
7.1 国内引线框架产销情况
7.2 国内引线框架生产企业总况
7.3 近几年在国内引线框架企业的投建或扩产情况
7.4 当前国内引线框架行业发展的特点与存在问题
7.5 国内引线框架主要生产企业情况
7.5.1 深圳先进微电子科技有限公司
7.5.2 泰州友润电子科技股份有限公司
7.5.5 宁波康强电子股份有限公司
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7.5.8 无锡华晶利达电子有限公司
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9.1.2 铜带的加工技术
9.2 高性能引线框架铜合金材料生产工艺与设备条件
9.2.1 工艺技术方面
9.2.2 设备条件
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